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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成22年3月18日(2010.3.18)

【公開番号】特開2008-193804(P2008-193804A)
【公開日】平成20年8月21日(2008.8.21)
【年通号数】公開・登録公報2008-033
【出願番号】特願2007-25332(P2007-25332)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｍ   3/24     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   3/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｍ   3/24    　　　Ｈ
   Ｈ０２Ｍ   3/28    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月3日(2010.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電トランスおよび前記圧電トランスを駆動するスイッチング素子を実装する回路基板
において、
　前記圧電トランスの前記回路基板への実装位置を、前記スイッチング素子および前記ス
イッチング素子に接続される全ての回路素子の前記回路基板への実装位置よりも、前記回
路基板に回路素子を自動実装する際の半田槽に対する前記回路基板の流し方向での後方の
位置としたことを特徴とする回路基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の回路基板において、
　前記スイッチング素子を基板実装時に保護するための回路素子を有することを特徴とす
る回路基板。
【請求項３】
　請求項２に記載の回路基板において、
　前記スイッチング素子は電界効果トランジスタであって、前記スイッチング素子を保護
するための回路素子は、前記電界効果トランジスタの端子間に接続されるツェナーダイオ
ードであることを特徴とする回路基板。
【請求項４】
　請求項２に記載の回路基板において、
　前記スイッチング素子はバイポーラトランジスタであって、前記スイッチング素子を保
護するための回路素子は、前記バイポーラトランジスタの端子間に接続されるツェナーダ
イオードであることを特徴とする回路基板。
【請求項５】
　圧電トランスと、前記圧電トランスを駆動するスイッチング素子と、前記圧電トランス
および前記スイッチング素子を実装する回路基板を有する高圧電源装置において、
　前記圧電トランスの前記回路基板への実装位置を、前記スイッチング素子および前記ス
イッチング素子に接続される全ての回路素子の前記回路基板への実装位置よりも、前記回
路基板に回路素子を自動実装する際の半田槽に対する前記回路基板の流し方向での後方の
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位置としたことを特徴とする高圧電源装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の高圧電源装置を有する画像形成装置において、
　記録材に画像を転写するための転写部材を備え、
　記録材に画像を転写するために、前記高圧電源装置から前記転写部材に電圧が供給され
ることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】回路基板、高圧電源装置および画像形成装置
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、このような状況のもとでなされたもので、圧電トランスの実装方向の如何に
よらず、スイッチング素子の破壊を防止することを課題とするものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記課題を解決するため、本発明は、以下の構成を備える。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（１）圧電トランスおよび前記圧電トランスを駆動するスイッチング素子を実装する回
路基板において、前記圧電トランスの前記回路基板への実装位置を、前記スイッチング素
子および前記スイッチング素子に接続される全ての回路素子の前記回路基板への実装位置
よりも、前記回路基板に回路素子を自動実装する際の半田槽に対する前記回路基板の流し
方向での後方の位置としたことを特徴とする回路基板。
　（２）圧電トランスと、前記圧電トランスを駆動するスイッチング素子と、前記圧電ト
ランスおよび前記スイッチング素子を実装する回路基板を有する高圧電源装置において、
前記圧電トランスの前記回路基板への実装位置を、前記スイッチング素子および前記スイ
ッチング素子に接続される全ての回路素子の前記回路基板への実装位置よりも、前記回路
基板に回路素子を自動実装する際の半田槽に対する前記回路基板の流し方向での後方の位
置としたことを特徴とする高圧電源装置。
　（３）前記（２）に記載の高圧電源装置を有する画像形成装置において、記録材に画像
を転写するための転写部材を備え、記録材に画像を転写するために、前記高圧電源装置か
ら前記転写部材に電圧が供給されることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　またレジストローラ対４０７の下流には、静電吸着搬送転写ベルト（以下ＥＴＢという
）４０が配設されている。そして、前記ＥＴＢ４０上には後述する４色（イエローＹ、マ
ゼンタＭ、シアンＣ、ブラックＢＫ）分のプロセスカートリッジ４１０Ｙ、４１０Ｍ、４
１０Ｃ、４１０ＢＫと、スキャナユニット４２０Ｙ、４２０Ｍ、４２０Ｃ、４２０ＢＫか
らなる画像形成部が配設されている。そして、この画像形成部によって形成された画像が
、転写ローラ４３０Ｙ、４３０Ｍ、４３０Ｃ、４３０ＢＫによって順次重ね合わされてゆ
くことによりカラー画像が形成される。
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